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中止となった「第 3 回 住品協技術報告会」を Web セミナーとして開催いたします。住品協の活

動から得られた、業界の最新の情報、動向、技術を協会員へ共有することを大きな目的としていま

す。 

開催日時： 2021年 3月 23日（火） 13:00～16:00 

開催形式： CISCO Webex Meetings による Webセミナー 

※Webブラウザもしくは専用アプリによる聴講。事前に接続確認を実施させていただきます。 

「プログラム（予定）」 

13:00～13:05 開会挨拶 理事長 塚本 英 

＜新技術及び事例紹介＞ 

13:05～13:15 従業員 30人地盤会社のテレワーク事例 (株)アースリレーションズ 

13:15～13:25 
テレワークへの取組み 

～住宅地盤改良業界専用の現場・営業・経営の新支援システム～ 
兼松サステック(株) 

13:25～13:45 画像処理 AIを使用した全長ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｺｱの判定ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ (株)サムシング 

13:45～14:05 サンプリング技術紹介（柱状地盤改良の品質管理） アキュテック(株) 

14:05～14:15 360度カメラの活用によるリモート現場下見 兼松サステック(株) 

(休憩:10分) 

＜委員会報告＞ 

14:25～14:35 新型コロナウイルス緊急アンケート結果発表 研究・情報収集小委員会 

14:35～14:45 JIS A 1221:2020 スクリューウエイト貫入試験方法の解説 技術委員会 

＜失敗事例紹介＞ 

14:45～15:05 固化不良原因の解明「柱状改良に及ぼすフミン酸の影響」 

＜外部講演＞ 

15:05～15:30 2021年住宅市場予測 
元住宅新聞編集長 

現ファイナンシャルプランナー 佐中 敦 様 

15:30～15:55 衛星データから発想する新しいビジネス 
日本電気(株) 電波・誘導事業部 新事業推進室 

 シニアエキスパート 石井 孝和 様 

   

15:55～16:00 閉会挨拶 副理事長 大石 学 

共 催： 日本工業出版株式会社（Webセミナー運営にご協力いただきます。） 

参 加 費： 3,000円（1名あたり：税込、※空きを確認後お振込ください。）  

申込方法： 「参加申込書」を FAX or メール添付にて送付。お振込後に「振込の控え」の送付 

※申込書は住品協 HP の「更新情報」または「住宅地盤の知識と技術」⇒技術委員会成果報告⇒住品

協技術報告会ページよりダウンロード願います。 

申込期間： 2021年 2月 25日～3月 8日（締切） 

定 員： 90名（先着順） 

配布資料： 発表概要集（事前に送付予定） 

接続確認： 3/15(月)13時～16時に聴講者の接続確認を実施予定です。メールでご案内します。 

      （ご都合が合わない場合は、当日（3/23）の 10時～12時 30分でも可能です。） 

      メールは共催の日本工業出版(株)のドメイン（@nikko-pb.co.jp）から送付されます。 

※地盤工学会 CPD認定申請予定です。ポイント数や申請方法は別途ご案内します。 
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